
厚銅両面プリント配線板

株式会社ちの技研

厚銅両面ＦＲ－４プリント配線板
＜基 材＞

Ｒ－１７６６／１６６１(パナソニック㈱)

銅板厚…２００μｍ
（Ｃ１１００－１／２Ｈ使用）

スルーホールめっき厚…２５μｍ

＜特 徴＞
大電流対応
高放熱対応

※UL非対応

高耐熱両面プリント配線板

高耐熱・高弾性率プリント配線板
項目 条件 単位 特性

Tg DMA ℃ ３００

CTE

XY＜Tg

ｐｐｍ/℃

１１～１３

XY＞Tg １２～１４

Z＜Tg ５０～６０

Ｚ＞Ｔｇ ２００～２１０

誘電率 １ＧＨｚ ４．１

曲げ強度 ２５℃ ＭＰａ ４５０～５１０

曲げ弾性率 ２５℃ ＧＰａ ２４～２５

厚銅板

基材

＜基 材＞
ＣＳ－３３０５K(利昌工業㈱)

色調…黒色
板厚…０．１～１．６ｍｍ
銅箔厚…１８，３５，７０μｍ

＜特 徴＞
高耐熱 高弾性率
ガラス転移温度…３００℃

低熱膨張率
ハロゲンフリー

※UL非対応
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